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Ia invencién se refiere a un componente electrdni-
co que comprende dos substratos aislantes que estdn provis-

tos de cableado de superficie al menos en un lado, estando

dispuesto un cuerpo de disipacidén de calor entre dichos subgp

tratos que comprenden conductores de conexién que estdn co-
nectados a la cableado de superficis, estando dispuestos el
mentos de circuito que estdn coneetados a2 la cableado de sud
perficie sobre los substratos.

Componentes de esta clase se utilizan sefialadamen
te cuando diversos elementos de circuito pasivos y/o activo
que generan cantidades de calor bastante grandes durante la
operacién tienen que interconectarse contiguamente por razo
nes eléctricas y/o mecdnicas., Ejemplos a este respecto son
inter alia subeircuitos completos tales como circuitos de
entrade pare receptores de televisidén (véase, por ejenplo,
D,0,58, 2.334.570), que no pueden realizarse en un s0lo 6ir-
cuito integrado monolitico por razones eléctricas y/o tecno
1égicas,.

Es ya conocida (Memoria Descriptiva de la Patente
de los EE,UU. N® 3,290,756) la comstrucoién de un eircuito,
por ejemplo, un multivibrador, tal que los elementos indivi
duales pagivos y activos del circuito que constituyen junto
el multivibrador estdn dispuestos entre dos substratos que
comprenden cableado de superficie, estando lleno el espacio
entre los componentes por un material aislante disipador de
calor. Sin enbargo, en un componente de esta clase los dive;

sos elementos de circuito dispuestos entre los dos substra-

tos han de tener la misma altura y tiene que ser posible llf
r

var sus dos extremos en contacto con las trazas impresas;po

consiguiente, se requieren elementos de circuito de forma e

T
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pecial y costosos,

La invencidén tiene por objeto proporcionar un com
ponente de la clase indicada que hace posible la intercone-
Xién de un gran nimero de elementos de circuito, construido
de manera diferente, posiblemente también de acuerdo con la
técnica de capa delgada, particularmente como lineas de mi-~
crocinta, en un espacio pequefio, ¥y que al mismo tiempo pro-
porciona una disipacidén adecuada del calor.

A este fin, la invencidén se caracteriza por el he
cho de que los substratos estdn interconectados, en sus la-
dos que estdn alejados de la cableado de superficie, por el
cuerpo disipador de calor, estando rodeados los substratos,
loe conductores de conexidén y al menos una porcidn del cuer
po disipador de calor que estd situado entre los substratos
por una envoltura aislante, estando conectados los conducto
res de conexidn que se unen al primer substrato, siempre qu
sea necesario, a los conductores de conéxidén que se unen al
segundo substrato.

Un componente electrdénico de esta clase es parti-
cularmente atractivo por el hecho de que combina un gran ni-
nero de diferentes elementos de circuito comectados para foy
mar un circuito en un espacio pequefio; no obstante, ofrece
todavia una disipacidén adecuada de calor y es fdcilmente cod

nectable a otros conmponentes,
En una realizacidén preferida adicional del compo-

nente de acuerdo con la invencién, el cuerpo disipador de cg

lor estéd coustituido por dos subcuerpos interconectados, fox
mando cada subecuerno una unidad integral con el substrate e
el que estd insertado, los conductores de conexién asociado

¥ la envoltura aislante que une estas partes, E1 componente
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puede fabricarse de este modo en dos partes que son fdciles
de manipular y que pueden ensayarse previamente, después de
lo cual se monta el componente completo, Particularmente,

si el componente tiene que acomodar también grandes elemen-
tos de circuito,.los substratos pueden acomodar también es-
tos elementos en su lado que mira hacia el cuerpo disipador
de calor; el cuerpo disipador de calor estd provisto enton-
ces de rebajes para acomodar estos elementos de circuito.

51 se requiere un ajuste especial del componente
electrénico, mediante elementos de circuito dados, después
de la inclusidn en un circuito, en uwna realizacién adicional
de acuerdo con la invencidén el cuerpo disipador de ecalor y
la envoltura estdn provistos de al menos una abertura a tra
vés de la cual al menos un elemento de eircuito es accesible
desde el exterior. Los elementos de ciréuito conectados a
la cubleado de smuperficie sobre los substratos, que pueden
ester construidos al menos en parte como lf{neas de microcin
ta, estdn construidos preferiblemente de acuerdo con la téc
nica de "haz-conductor" (“beam-lead") y/o con la técnica
"flip~chip".

La envoltura aislante que rodea el cuerpo o cuer-
pos disipadores de calor y el subastrato o substratos estd
congtituida preferiblemente por un material sintético deposi
tado por moldeo de transferencia.

Con el fin de impedir que el materisl sintético se
desprenda del cuerpo disipador de calor debido a la contrac-
cién subsiguiente al enfriamiento, el cuerpo o cuerpos disi-
padores de calor pueden estar provistos de rebajes en forma
de ¢ola de milano que se llenan también con el material sin-

tético utilizado para la envoltura,
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Los dibujoe muesiran una realizacidén preferida
del componente electrdnico de acuerdo con la invencidn que
se describird en detalle a continuacidn.

La Fig. 1 es una vista en alzado lateral de un
componente electrénico de acuerdo con la invencidn;

la Fig. 2 es una vista en corte del componente re
preegentado en la Fig, 1, tomada a lo largo de la linea II-
I, ¥
la Fig. 3 es una vista en corte del componente re
presentado en la Fig, 1, tomada a lo largo de la lfnea III-
I1I,

Conmo se muestra en particular en la Fig. 3, el cox
ponente electrdénico de acuerdo com la invencidém estd consti-
tuido principalmente por dos substratos la y 1b que soportan
el circuito real y que estdn dispuestos uno a cada lado de

un ouerpo alargado 5 disipador de caloxr.
Estos substratos la y 1b estdn fabrieados de un

material aislante, por ejemplo, Sxido de aluminio (A1203).
Como se muestra en la Fig. 2, el lado dirigido hacia fuera
de cada substrato (la Fig., 2 nuestra'el substrato la) estd
provisto de una cableado de superficie 2, por ejemplo, por
una metalizacidn de cups miltiple de Cu/Ni, Au, que interco
necta los diversos elenmentos de ciroulito 4 y que en sf mis-
mo puede comprender también elementos de cirouito, por ejen
plo, inductancias. Loe elementos de circuito, por ejemplo,
elementos pasivos y activos de circuito, tales como resisten
cias, condensadores, diodos, transistores, circuitos integrg
dos, etc, construidos de acusrdo conm la téenica “heam-lead"
estdn conectados a las trazas existentes sobre los substra-

tos la y b, por ejemplo, por termocompresién, Las trazas
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pueden estar formadas como limeas denominadas de microcinta.
Elementos de circuito particularmente sensibles, por ejem-
nlo, circuitos integrados en la téenica beem-lead con aisla-
iento por aire, pueden cubrirse en caso deseado con un capu
chdm 41 para proteceidén contra las fuerzas mecdnicas que se
producen durante la encapsulaeidn subsiguiente,

Los lados posteriores de los substratos la y 1lb,
que pueden estar metalizados completamente para proteccién

o para formar el electrodo de tierra de las lfneas de wmicro
cinta, estdn unidos, por ejemplo mediante encolado, al cuer
po disipador de calor 5 que se compone de dos subcuerpos 5a
y 5b, Cuando se hace uso de un s0lo cuerpo disipador de eca-
lor §, los dos substyatos estdn unidos a las dos caras prin-
cipales de este iinico cuerpc disipador de calor. Este cuer-
po no s8élo sirve para la disipacidn de calor, sino tambidn
cono soporte mecdnico para los substratos la y 1lb, gue son
Luy vulnerables mecdnicamente.

Con el fin de hacer posible el acomodo de elemenw-
tos muy grandes de circuito 4b en el componente electrdénico,
¢l cuerpo disipador de ealor 5 estd provisto de rebajus es-
peciales 7 que ofrecen espaclo para uno o mds elementos de
circuito 4h de gran tamafio. Estos elementos de circuito es-
tdn fijados a la parte posterior de uno de los substratos 1
6 al cuerpo disipador de calor 5b, y estdn conectados al cir
cuito por medio de conexiones que se prolongan a fravés del

cuerpo disipador de calor y a través del substrato lb., El re

dad en el cuerpo disipador de calor, o bien puede extenderse
por todo el cuerpo.
Para la puesta en contacto de la disposicidn de ci;

e
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cuito as{ formada, los conductores de conexién 3a y 3b se

conectan, por ejemplo ultrasénicamerte, a los bordes de 108:

doe substratos la j 1b. Con objeto de conectar las trazas

impresas en el lado superior de cada substrato a la metali-

!
i

zacidén y posiblemente a trazas impresas especiales en el la
do inferior de cada substrato, estdn provistas tiras de cogi
tacto especiales 12 que se agarran alrededor del borde del

substrato para realizar este contacto. No obstante, es posi
ble alternativamente practicar depresiones especiales, por

ejemplo, orificios, em cada substrato, estando dichos orifi-
cios metalizados interiormente a fin de formar una conexidn

eldutrica entre el lado superior y el inferior del substra-

to.
5i el ouerpo disipador de calor 5 estd constituido

s6lo por un cuerpo unico, los conductores de conexidn reque-
ridos para conectar los subcircuitos en los dos substratos
lz y 1lb estdn interconectados, y la unidad formada por el
cuerpo disipador de calor 5 y los dos substratos la y 1b y
los conductores de conexidn 3a y 3b estd envuelta por una en
voltura aislante 6. Esta envoltura eété fabricada de un mate
rial sintético duropldstico, depositado por woldeo de trans-
ferencia, tal como se utiliza cominmente eén la fabricacidn
de, por ejemplo, cireuitos integrados de acuerdo con la téc-
nica ds dos en lines ("dual-in-line"),

Con objeto de impedir que el material sintético,
al contraerse durante el enfriamiento, llegue a desprender~
se del cuerpo disipador de calor 5, este cuerpo puede estar
provisto en diferentes dreas con rebajes en forms de cola de

wmilano que estdn llenos también con el material sintético,

con lo que se evita el desprendimiento,
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El cuerpo disipador de calor 5 se compone preferi-
blemente (como se representa también en las Piguras) de dos
porciones 5a y Sb, ‘de tal modo que inicialmente cada sub-
cuerpo 5a, 5b forma une unidad con el substrato la, lb co- |
neetado al mismo y con el oconductor de conexidn asociado 3a
3b. Antes de la combinacidén de estas dos unidades, cada uni
dad s& provee preferiblemente de una envoltura aislante 6a,
6b de un materizl sintético duropldstico que se deposita por
moldeo de transferencia.

Si un elemento de circuito 4b estd dispuesto en
un rebaje 7 de uno o ambos subcuerpos disipadores de calor
5a y 5b, la parte del lado superior del substrato 1lb que es
td opuesta a la cara sobre la cual va a disponerse el ele-
mento de circuito 4b se deja libre cuando el substrato 1b y
el cusrpo dé refrigeracién 5b se proveen de la envoltura,
de tal modo que en una etapa posterior, cuando este elemen~
to de¢ circuito 4b ha quedado montado, pueda hacerse una co-
nexién eléctrica a las pistas o tragas impresas del lado su
perior del substrato lb. Después del montaje del elemento
de circuito 4b, la abertura 15 de la envoltura 6b puede lle
narse con un material sintético adecuado.

No obstante, si se hace uso de un solo cuerpo di-
sipador de calor, el elemento de circulto 4b puede disponer
se en este cuerpo y conectarse al substrato la ¢ 1b antes
de la provisidén de la envoltura.

Cada una de estas subunidades pucde ensayarse en-—

mente a la otra subunidad a fin de formar el componente com
pleto por combinacién de los dos subcuerpos disipadores de

calor 5a y 5b ¥y por interconexidén de los correspondientes
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conductores de conexién 3a y 3b en los puntos 11, La combi-
nacién de los subcuerpos disipadores de calor 5a Y 5b puede
realizarse por unién de los dos subcuerpos mediante remaches,
por ejemplo, remaches tubulares, provistos en orificios 8,
Las aberturas existentes a través de los remaches tubulares
se pueden utilizar luego para montar el componente acabado
con su cuerpo disipador de calor sobre un substrato disipa-
dor de calor adicional.

Los conductores de conexidén 3a y 3b estdn preferi-

blemente soldados con estafio o por fusidn a los puntos 11,
La unidn entre los conductores de conexidn es preferiblemen{
te una unidén 2 tope con objeto de asegurar una impedancia de
finida a las ondas electromagnéticas. Las conexiones 11 de

los conductores de conaxidn.que estdn todavia desnudas pue-
den cubrirse con un material sintético adecuado (no represen
tado).,

No obstante, es posible alternativamente combinar
las dos subunidades en un componente electrdénico final ne-

diante una envoltura adicional de un material adecundo, por
ajemplo, también de un material sintético duropldstico depo-
sitado por moldeo de transferencia, Cuando es necesario man-
tener elementos de circuito incluidos en el componente, por

ejemplo, el elemento de ocircuito 4b dispuesto en los rebajes
7 de los cuerpos de disipacidn de calor 5a y 5b, accesibles

desde el exterior para fines de ajuste, uno o los dos cuer~

pos disipadores de calor 5a y 5b ¥ la envoltura 6a 6 6b es-

‘tdn provistos de una abertura 9 a través de la cual puede

dos, particularmente con unos medios de ¢ontrol operable ex-

ternamente; por ejemplo, un tornillo de un material adecuado




10

15

20

25

30

[lojn piim. 10 29097‘

puede disponerse en esta abertura 9.

Evidentemente, es también posible para sélo una
"mitad" del componente descrito, esto es, un substrato sobr
un cuerpo disipador de calor rodeado por una envoltura co-
min, formar un componente que pueda utilizarse independien~g

temente, !

b

REIVINDICACIONES !

Los puntos de invencién propia y nueva, que se

- -y -

presentan para que seéan objeto d¢ la presente solicitud de
Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son las que
Fe recogen en las reivindicaciones siguientes:

18,~ Perfeccionemientos introducidos en un componen
te elsctrdénico que comprende dos substratos aislantes que es

tdn provistos de cableado de superficie al menos por un lado|

buerpo disipador de calor (5), estando rodeados los substra-

stando dispuesto un cuerpo disipadof de calor entre dichos
ubstratos que comprenden conductores de conexidn que esgtdn
onectados @& la cableado de superficie, estando dispuestos
lementos de cirouite que estén conectados a la cahleado de
uperficie sobre los substratos, caracterizados por el hecho
e que los substratos (la, 1lb) estdn interconeetados, en sus

lados que estdn alejados de la cableado de superficie, por ell

tos (la, 1b), los conductores de conexidén (3a, 3b) y al me-
nos una porecidn del cuerpo disipador de calor (5) que estd

g#ituado entre los substratos por una envoltura aislante (6),
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estando conectados los conductores de conexidén (3a) que es-
tdn unidos al primer substrato (1la), siempre que sea necesg
rio, a los conductores de conexién (3b) unidos al segundo
substrato (1b).

22 ,~ Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacidn 12, caracterizados por el hecho de que el cuerpo
disipador de calor (5) estd constituido por dos subcuerpos
interconectadoe (5a, 5b), formando cada subcuerpc una uni-
dad integral con el substrato en el que estd insertado (la,
1b), los conductores de conexién asociados (3a, 3b) y la
envoltura aislante (6) que une estas partes.

38,~ Perfeccionafiientos de ac¢uerdoe con la reivin-
dicacidén 12 § 28, caracterizados por el hecho de que 10§
substratos (la, 1lb) soportan también elementos de oircuits
(4v) en su lado que mira hacia el cuerpo disipador de calor
(5, 5a, 5b), comprendiendo el cuerpo disipador de calor re-
bajes (7) que acomodan estos elementos de circuito.

4% .~ Perfeccionamientos de acuerdo com la reivin-
dicacién 32, caracterizados por el hecho de que eén el cuer-
po disipador de calor (5, 5a, 5b) y'en la envolturae (6) esw
td provista al menos una abertura (9) a través de la cunl
es accesible un elemento de circuito (4b) desde el exte-
rior.

58,~ Perfeccionamientos de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones anteriores, caracterizados por
el hecho de que al menos una parte de la cableado de super-
ficie estd construida en la forma de lfneas de microcinta.

62,~ Perfeccionamientos introducidos en um comnpo-

nente electrdénico,
" Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-
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cede, representado en los dibujos que se acompafian y para
los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de doce hojas escritas a md-
guina por una sola cara.

AT N
Madrid, 0 6.E5 Ig7J

P.A.

Albert Eizaburd

Por Pode




N. V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABBIEKEN

I/L
I 5a 6
L !

)
( .
5b  3b
4 % 1a «
T 1T T1/4 T 0T T 11T
41 Vi % L2 5
\\\FM - 2 e ] (l
TRYER 11
[;‘ =il | E
B\, i F
o _L_ |
U A NILT IO |
/ I b SV
= u[('uuuugu < I[TLT
Fig. 2

Fig-3 pudpsiars

PHD 75-120




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



